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1.金属基板定义

 定义

金属基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板，一般单面板由三层结构所组成，分别是电路层
铜箔、介电层层金属基层。
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2. 金属基板的类别

铝基板

1）根据不同的金属基材种类，常用的有: 

铁基板铜基板
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2. 金属基板的类别

2） 根据层数: 

1层金属基板 2层金属基板
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3.铝基板板材参数介绍

生益SAR20H数据手册：
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3.铝基板板材参数介绍

2）铝基板板材参数介绍：

条目 定义 备注

Tg
由玻璃态转化为橡胶态（或高弹态）时的温度称为 普通 TG 中 Tg 高 Tg

110-150 150-170 >170

Td
当PCB加热到其质量减少5%时的温度,称之为该 PCB的裂解温度. 普通 中 高

>310 >325 >340

CTI
材料表面能经受住50滴电解液 （0.1%氯化铵水溶液）而没有形成漏电 痕迹的最高电
压值

CTI测试只针对PCB表面，它是指PCB抵抗环境中遭污染的能力。

CTI值 ≧600
400-
600

250-
400

175-
250

100-
175

0-100

PLC 0 1 2 3 4 5

IEC I II III IIIA IIIB ---

MOT 允许最大的操作温度（是UL保证材料使用的最高温度，单位为 ℃ 。）

导热系数
导热系数是指在稳定传热条件下，1m厚的材料，两侧表面的温差为1度（K，℃），
在1小时，通过1平方米面积传递的热量，单位为瓦/米·度 （W/(m·K)，此处为K可
用℃代替）。

导热系数取决于导热胶的配方（填料类型，粒径和比重）

热阻 当热量在物体内部以热传导的方式传递时，遇到的阻力称为导热热阻。单位：
℃*in2/W（每消耗1W的功率导致的温升）

影响因素：导热胶膜的配方，厚度

击穿电压 基于UL与IEC对于各种电气安全标准都会要求对产品进行耐压测试，其中基材绝缘电气
强度直接影响测试结果。在一定条件下对试样按规定 逐渐增高施加电压，直至试样击
穿为止，并由此确定试样的击穿电场 强度。

绝缘材料击穿分为电击穿，热击穿，电化学击穿，实测结果会有
一定差异，材料厚度和铺铜会影响散热效 因而击穿电压不同，Tg
越高热击穿碳化越难，耐压能力越强。玻璃纤维较环氧树脂耐 压
能力更强，同等 厚度下PP张数越多耐压能力越强
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3.铝基板板材参数介绍

2）铝基板板材参数介绍：

条目 定义 备注

DK
介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场，原
外加电场（真空中 与最终介质中电场比值即为介电
常数。

DK值的影响因素主要有 玻纤布/树脂/填料

阻燃性 阻燃等级

剥离强度 剥离强度-是指铜箔与基材的附着力

体积电阻/表面电阻 反应的是PCB的绝缘品质

耐压测试 覆铜板厂商出厂高压测试 主要检测铝基覆铜板的绝缘层品质（杂质，裂纹等）

热膨涨系数 是热膨涨系数简称 PCB在受热过程中出现涨缩的从而导致尺寸的不稳定性 铝基板主要是讲中间的胶膜层即绝缘层

热应力 测试条件288℃的浸锡测试

T300/T288/T260
耐热裂时间

条目 普通 中间 高

T260 30 30 30

T288 5 5 15

T300 - - 2
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3.铝基板板材参数介绍

3）铝基板绝缘层材料介绍：

 绝缘层（导热胶膜)不仅起着传导热量和粘结的作用（粘结铝板和铜箔），同时还是保证走线层
与铝基层电气绝缘的介质材料，因此在整个铝基板中，绝缘层是最为核心的材料，它决定了铝
基板的导热能力和绝缘耐压能力。与传统的FR-4（导热系数0.3-0.5w）材料相比，其导热系
数要高3倍以上。
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3.铝基板板材参数介绍

3）铝基板绝缘层材料介绍：
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3.铝基板板材参数介绍

3）铝基板绝缘层材料介绍：
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3.铝基板板材参数介绍

4）铝材材料介绍：
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3.铝基板板材参数介绍

5）导热系数介绍：

 导热系数是指在稳定传热条件下，1m厚的材料，两侧表面的温差为1度（K，℃），在1小时，
通过1平方米面积传递的热量，单位为瓦/米·度 （W/(m·K)，此处为K可用℃代替）。

 目前业内常用的测试方法有三种，分别是：热阻法，激光法，平板法。三种测试方法原理不同，
测试结果有差异。

测试方法 名称

D5470 热阻法

E1461 激光法

ISO-22007 平板法



深圳联益精密线路有限公司

L 样品
Q

T
sampR

表面耐热测试

表面耐寒测试

Contact Resistance = Rt

Contact Resistance = Rb

Q

Q

samp

actual
*

k
RA

L


*当接触热阻Rt和Rb为0时，所计算出的导热

系数才为真实的材料的导热系数。

*接触热阻的来源：

①测试样品表面污染

②测试样品表面不平整

③样品表面粗糙度大

导热系数计算公式

D5470-热阻法测试原理介绍

美国材料试验协会（ASTM）的ASTM -D5470是针对热传导电绝缘材料热传导性能测试方法，也是
目前业界对铝基板导热系数比较认可的测试方法。测试方法是：给铝基板施加恒定的热流，使热流垂
直流过铝基板，侧向无热扩散，测量铝基板上下表面的温度，然后计算铝基板的导热系数

3.铝基板板材参数介绍

5）导热系数介绍：
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E1461激光法测试原理介绍

 将一束激光打在样品上表面，用红外检测器测下表面的温度变化，实际测得的数据是样品的热扩散率，通过与

标准样品的比较同时得到样品的密度和比热（或由其他方法测试所得比热），计算得到样品的导热系数。

 优点是快速，非接触法，适合高温，高导热样品。

3.铝基板板材参数介绍

5）导热系数介绍：
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ISO-22007-平板法测试原理介绍

独特的探头
全新的数学模型
特别的电子数据采集系统

该方法较高的精准度取决于

 利用热阻性材料[镍]做探头，同时作为热源和温度传感器。镍的热阻系数—温度和电阻的关系呈线性关

系，即通过电阻的变化可以知道热量的损失，从而反映样品的导热性能。

 在测试中，探头被放置于两片样品中间进行测试，电流通过镍时，温度上升，产生的热量同时向探头两

侧的样品进行扩散，热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间，材料的

导热系数可以被计算出来。

3.铝基板板材参数介绍

5）导热系数介绍：
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备注：上述数据为测试结果，仅供参考。

不同测试方法测试数据对比

3.铝基板板材参数介绍

5）导热系数介绍：
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4. 铝基板PCB加工流程介绍PCB生产流程

进料 开料 图形转移 外层蚀刻 钻靶孔 外层AOI 阻焊

字符钻孔成型压烤自动板翘检测高压测试

电测 FQC OSP FQC FA 包装

与传统FR-4不同的是，铝基板的主要组成是铝，因此在铝基PCB加
工过程中与传统非金属化PCB的最大差异在于机械加工过程（钻孔&
成型），铝基板的机械加工对设备及刀具都有异于传统PCB。
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5.UG金属基板能力介绍

序列号 条目
MCPCB 生产能力

批量 样品/研发
1 层数以千计 1-2L 1-4L

2 板材供应商 Shengyi,Ventec, Boyu, Wazam, Doosan Shengyi,Ventec, Boyu, Wazam, Doosan

3 金属基类型 Al Base, Cu Base Al Base, Cu Base

4 板材类型

AL:SY  SAR20H, SY SAR10S,Wazam HA88-

T3, Boyu AL-01-B 20H , DOOS: DST-7000S

Cu:SY SCR20S, VT-4B3, VT-4B3C, DOOS: 

DST-7000S

AL:SY  SAR20H, SY SAR10S,Wazam HA88-

T3, Boyu AL-01-B 20H, VT-4B2H, VT-4B5,

DOOS: DST-7000S

Cu:SY SCR20S, VT-4B3, VT-4B3C, DOOS: 

DST-7000S

5 金属基厚度 0.4-3.2mm 0.4mm-3.2mm

6 绝缘层厚度 50-150um 50-200um

7 最大尺寸 600mm × 500mm 730mm × 550mm

8 热传导率 0.5W/mK-4.9W/mK 1W/mK、2W/mK、3W/mK、4W/mK、8W/mK

9
高电压测试（根据走线与板边
之间的最小距离而变化）
（VDC）

0.3mm：Voltage Resistance DC 600V/50UA

0.5mm：Voltage Resistance DC 1000V/50UA

1.0mm：Voltage Resistance DC 1500V/50UA

0.3mm：Voltage Resistance DC 600V/50UA

0.5mm：Voltage Resistance DC 1000V/50UA

1.0mm：Voltage Resistance DC 1500V/50UA

10
击穿电压（不同材料类型）
（交流电压）升压速率500V/

秒
4.0Kvac/4mil 绝缘层厚度

3.0Kvac/3mil dielectric thickness

4.0Kvac/4mil dielectric thickness
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5.UG金属基板能力介绍

序列号 条目
金属基PCB生产能力

批量 样品/研发

11 内层线宽/线距 Min 0.1/0.1mm Min 0.075/0.075mm

12 外层线宽/线距 Min 0.1/0.1mm Min  0.075/0.075mm

13 层间对位精度 ±0.05mm ±0.025mm

14 铜箔厚度 HOZ,1OZ,2OZ, 3OZ,4OZ HOZ,1OZ,2OZ, 3OZ,4OZ,5OZ

15 最小成孔直径 0.70mm（≥Board Thickness） 0.60mm（≥Board Thickness）

16 最小成孔公差
NPTH:±0.05mm

PTH: ±0.075mm

NPTH:±0.05mm

PTH: ±0.075mm

17 孔位精度（与CAD对比） ±0.075mm ±0.05mm

18 孔壁镀铜厚度 ≥20um ≥20-35um

19 最小阻焊开窗尺寸 0.075mm 单边扩孔 0.05mm 单边扩孔

20 导线与阻焊开口最小间距
0.05mm

0.05mm
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6.UG金属基板客户群体介绍
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7.UG金属基板产品展示

绝缘金属基(IMS) PCB

层数 1 Layer, (单面铝基板）

上层
应用

汽灯

(客户 : Metasystem)

板厚
1.6mm+/-10%

铝基 1.45mm

层压材料 生益 SAR20H

底层

热传导率 ≥ 2w/m·k

表面处理 无铅热风整平
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7.UG金属基板产品展示

绝缘金属基(IMS) PCB

层数

2 layer

(铝基夹层, Al Base夹芯铝基板)

顶层

应用
LED 灯

(客户 : Honeywell)

板厚 1.9mm+/-10%

层压板材类型 铝: 5020

底层热传导率 ≥ 2w/m·k

表面处理 无铅热风整平
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7.UG金属基板产品展示

Insulation Metal Substrate(IMS) PCB

两层

2 layer(双面铝基板)

TOP side

Application 照明灯具(Customer : Jabil)

板厚 2.1mm+/-10%

层压材料类型 Polytronics pp + 5020 AL

Bottom side热传导率 ≥ 2w/m·k

表面处理 无铅热风整平
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7.UG金属基板产品展示

绝缘金属基(IMS) PCB

层数 1 layer(单面铜基板)

正面

应用 车灯

(客户 : Hella)

板厚 1.55mm+/-10%

板材类型 生益 SCR20S

底层

热导电率 ≥ 2w/m·k

表面处理 ENIG
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7.UG金属基板产品展示

绝缘金属基(IMS) PCB

层数 1 layer (含有镭射钻孔+电镀填孔的铜
基板)

TOP side

应用 车灯(客户 : Hella)

板厚 1.55mm+/-10%

板材类型 生益 SCR20S

Bottom side

热传导率 ≥ 2w/m·k

表面处理 浸锡
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7.UG金属基板产品展示

绝缘金属基板(IMS) PCB

层数

1 layer （凸台铜基板)

正面

应用 车灯(客户: Hella)

板厚 1.55mm+/-10%

板材类型 金属基板: C1100 Cu

底层热传导率 ≥ 380w/m·k

表面处理 浸锡
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